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安徽芯动联科微系统股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

     

 编号：2024-003 

投资者关系

活动类别 

□ 特定对象调研    □ 媒体采访 

☑ 分析师会议      □ 业绩说明会       

□ 新闻发布会      □ 现场参观         

□ 其他（请文字说明） 

参与单位名称 

博时基金、德邦基金、中国人保、浦银安盛、淡水泉、建

信信托、华泰证券、国泰君安、中银资产、国信证券、稷

定资管、上海递归、创金合信、国寿安保、上海涌乐、泰

信基金、光大保德信、华西证券、南方基金、兴业证券、

九泰基金、浙商证券、华安证券、山西证券、中信建投、

中国人寿资管、新华基金等 

   地点 电话会议 

上市公司接

待人员姓名 
董事会秘书林明 

投资者关系

活动主要内

容介绍 

1、公司概况介绍如下：  

安徽芯动联科微系统股份有限公司成立于 2012 年，

于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所科创板成功上市，

股票代码：688582。主营业务为高性能硅基 MEMS 惯性传

感器的研发、测试与销售，公司已形成自主知识产权的高

性能 MEMS 惯性传感器产品体系并批量生产及应用，在

MEMS 惯性传感器芯片设计、MEMS 工艺方案开发、封装

与测试等主要环节形成了技术闭环，建立了完整的业务流

程和供应链体系。 

公司 MEMS 传感器芯片已达到导航级精度，主要技术

指标与国际主流厂商处于同一梯队，在高性能硅基 MEMS

惯性传感器领域填补了国内空白。 

目前，公司主要产品为高性能 MEMS 惯性传感器，包

括陀螺仪和加速度计，均属于惯性系统的核心器件。其中，

陀螺仪和加速度计作为基础的惯性器件，通过下游模组厂

商、系统厂商等环节的组装加工后，向行业客户提供为行

业用户实现导航定位、姿态感知、状态监测，平台稳定等



 

多项应用功能。目前已应用于无人系统、工业机器人、自

动驾驶、商业航天、船舶、石油勘探、高速铁路、地质勘

探、应急通信、灾情预警等诸多领域。 

 

2、公司 2024 年一季度整体情况如何？ 

答：公司一季度延续了去年增长的势头，一季度是淡

季，营收增长 100.21%，但因为有一定的费用基础，所以

仍然面临亏损，不过亏损幅度大幅缩小，反映了一个非常

好的趋势。今年一季度下游的应用也在不断推进，已经和

客户进行一段时间的技术交流，效果良好。同时，公司也

在与一些飞行汽车的潜在客户进行技术交流，对接相关工

作。由于飞行汽车的技术周期较长，可能需要更多时间来

实现。此外，市场上提供高性能惯性器件的厂家并不多，

尤其是飞行汽车可能对器件性能要求较高，选择空间更

小。总体来说，项目进展良好，但可能需要更多时间和资

源投入。 

公司一季度订单增量在各个领域都比较均匀，并且与

之前的占比相近公司的主要收入来自于陀螺仪，约占总营

收的 90%，其余的收入主要来自于模组业务。 

 

3、产品是如何布局的？ 

答：（1）陀螺仪产品迭代情况：公司持续研发陀螺

仪产品，目前公司的陀螺仪性能在全球范围内处于领先地

位，下一代陀螺仪的研发目标是提高性能指标一个量级，

我们争取今年底到明年初形成样机，大批量可能要到 2025

年下半年之后。 

（2）工业压力传感器的布局：公司规划了三款型号

的压力传感器，包括小量程气压计、大量程高性能压力传

感器以及适用恶劣环境的高性能压力传感器。第一款小量

程的传感器已经基本定型，并且性能已达到设计指标。目

前正在进行工程化和生产准备工作，但由于下游应用需要

验证时间较长，导入周期可能较长。需要验证的应用领域，

如大气测量和高度测量，这需要几个气象站验证一段时间

后才能确定可靠性和准确性。我们的计划是希望第一款产

品今年小批量出货，从 2025 年开始批量会逐渐增加，而

第二款（大量程高性能压力传感器）和第三款产品（适用

恶劣环境的高性能压力传感器）目前仍在研发中。 

小量程气压计的技术路径：公司的压力传感器采用谐



 

振式的技术路径，即谐振式压力传感器，谐振式压力传感

器能够实现更高的精度。原理是这样：压力传感器里面有

一个谐振子连接在压力膜上，随着膜的形变，谐振的频率

也会变化，通过测量谐振子频率的变化来测量压力的变

化。这种传感器主要厂商包括德鲁克和日本横河。这种技

术路线的难度较大，因为它需要主动驱动内部的谐振子进

行震动，并测量频率的变化来测量压力的变化。 

谐振式压力传感器的应用范围和定位：此类高性能压

力传感器价格较高，但在许多领域都有广泛的应用，例如

大气测量、压力控制器、高铁刹车系统等。此外，在实验

环境中标定和测试低精度的压力传感器时、在飞行系统等

需要精确测量高度的场合，都需要高性能的压力传感器。

不同精度级别的压力传感器定价不同，价格可能从几十块

到上千块不等，谐振式压力传感器在中国可能达到几十亿

的市场规模。 

（3）关于加速度计业务的情况：今年公司研发的谐

振式的加速度计基本定型，可以取代传统的石英加速度

计，类似于陀螺取代光纤陀螺的情况，未来加速度计业务

的增长可期。 

（4）公司去年的 IMU 销售收入的客户结构：公司去

年的 IMU 销售收入翻了一倍多，主要是一些老客户放量

和一些新客户的加入。由于产品导入周期较长，所以老客

户占据了主要份额。 

 

4、公司的市场布局情况？ 

答：（1）公司在应用领域的开拓情况：除了车规和

驾驶之外，公司的应用领域涵盖高端工业、无人系统、测

绘、石油勘探、港口码头、无人车等领域，公司也考虑进

入其他细分领域，主要集中在惯性和压力领域，根据报告

的数据分析，国际上高端工业和无人系统领域的陀螺仪应

用已经占据了将近一半市场份额。 

（2）人形机器人的精度是否必须达到高精度水平：

目前技术路线仍在发展中，尚未达成共识。当前在人形机

器人领域，各家都在研发阶段，可能会选择市面上的惯性

模组，但对于大批量生产的最低性能要求尚未确定。 

（3）乘用车的无人驾驶技术批量出货时间：我们的

计划是希望 2024 年第二季度有定点落地，在 2025 年能够

形成规模的出货，但在此之前可能会有小批量的出货。我



 

们希望并努力在 2025 年，能形成几家定点厂家，但批量

出货的规模可能较小。根据车厂平台现在的规划，2025

年会有首发车型在新平台上线，因此量产可能会在 2025

年实现。 

（4）IMU 模组板块的市场需求：之前公司更多地依

赖下游客户来做一些拓展，但在一些领域如矿山或码头，

公司决定自己开发相应的 IMU 模组以应对技术难度或应

用共性的挑战，IMU 模组在这些市场可能会有较好的增

长。 

（5）低空航电系统中公司的进展：目前在低空领域，

客户对国内供应商提供的传感器有需求，这些客户需要供

应商提供技术方案、测试方案和质量控制体系，并与其配

合进行车型的适航认证过程。与车规平台相比，适航认证

的时间周期更长，可能需要一到两年的时间。目前公司正

在与客户就此进行沟通，因为每个车辆的情况都不太一

样。 

（6）如何看待下游 IMU 模组厂既是客户又是对手：

在高性能领域供应芯片和对普通工业领域供应模组不冲

突，因为公司的高性能客户一般不会涉足到普通工业领

域，市场定位比较明确。 

（7）自动驾驶领域的成本是否有优势：公司参与 L2

级别的自动驾驶市场竞争激烈，毛利相比高性能领域要

低，而在 L3 级别以上精度要求更高。未来竞争的焦点不

在于价格优势，而是在于具备自主研发和生产核心芯片的

能力。无论是采购其他厂商的芯片还是自主生产，市场竞

争都将激烈。有惯性芯片生产能力的厂家可能直接向车厂

供应芯片，或者生产更高性能、应力隔离更好的模组，更

具备成本价格优势。其他厂家如果没有芯片生产能力，只

做模组，可能面临较大挑战。 

（8）关于双足机器人领域的布局和未来规划：目前

汽车市场上使用的主要是成熟的货架产品，但若未来人形

机器人可以大规模生产并以较低价格销售，将需要成本适

中的传感器，类似于车用级别的价格。因此，公司认为未

来机器人可能会复用车规上使用的惯性传感器，故也在积

极布局可迁移至人形机器人领域的车规传感器，并将和该

领域的其他厂商竞争。 

（9）微纳卫星市场的发展趋势：预计未来三到五年

内国内将发射数万颗微纳卫星，这个规划对公司产生了积



 

极影响，因为公司已经有产品在该领域上运用并持续多

年，未来几年微纳卫星的需求将成为主要的下游需求之

一。预计每颗微纳卫星都会需要至少 1-2 个 IMU 的产品，

价值量可能在几千到一万多元。 

 

5、请介绍一下产业链情况？ 

答：（1）国内晶圆代工厂是否能满足公司的技术需

求：国内晶圆厂可以满足技术要求，并且国内晶圆厂的能

力随着时间会不断提升。公司从商业角度考虑，为了保证

供应链的安全和备份，会保留多个供应商。 

（2）市场竞争格局及公司竞争力如何：从供应链和

产业链的角度，在惯性导航传感器领域，公司处于国内领

先位置。公司定位在高端工业到高性能领域，尤其在陀螺

仪领域，国内竞争对手在该领域较少。在加速度计领域，

公司可能面临更多竞争。公司的谐振式加计产品可以取代

石英加速计，并且已经开始小批量出货，使其在竞争中处

于领先地位。公司的下游客户主要是在模组领域，应用于

高可靠和高端工业领域。在车规 IMU 芯片层面，主要的

竞争对手是 ST、村田等。 

 

附件清单 

（如有） 
无 

日期 2024 年 4 月 28 日 

 


